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清源创新实验室三维 X射线显微镜需求概况 

 

一、项目概况（采购标的） 

本项目为三维 X射线显微镜采购。高分辨三维 X射线显微镜是可以观察样品

材料的三维形貌，以及与基体的粘结程度和界面的形态，可以在不破坏样本的情

况下清楚了解样品的内部结构，孔隙，夹杂等的分布，通过 CT 扫描得到高分辨

三维图像，即可直观检测也可定量分析等。因此该设备可为本单位各研究方向使

用，特别是催化和高分子材料等领域。更重要的是，该设备可为清源创新实验室

的科研活动提供高水平、高质量的测试手段，有助于提升清源创新实验室的科研

水平。还可广泛应用于指导科研并培养学生的研究能力，有利于提高清源创新实

验室的科研实力。 

 

二、技术和服务要求 

（一）配置要求 

1.1 高分辨三维 X 射线显微镜主机                1 个 

1.2 1600 万或以上像素 CMOS 平板探测器         1 个 

1.3 长寿命微焦斑 X 射线管                      1 个 

1.4 5 档或以上自动滤光片                       1 组 

1.5 高精度微调样品台                          1 个 

1.6 不低于 24”显示器的高性能台式工作站电脑     1 台 

1.7 软件包（可实现测试控制、重构等功能）      1 套 

（二）具体技术要求  

1．仪器基本要求 

1.1 电力供应：单相 220V（±10%），50Hz 

1.2 工作温度：18˚C-25˚C 

1.3 相对湿度：≤70％ 

1.4 仪器运行的持久性：能够满足长时间连续工作 

#1.5 设备质保期不低于 12 个月 

★1.6 桌面型封闭一体式设备，可以放置在普通的实验台上，使用方便，占

地空间<1m2 

#1.7 除电脑外，无需外接水冷机，压缩机等任何辅助设备 

1.8 X 射线防护：安全连锁机构，剂量符合国标标准，防护罩外任何一点的

剂量：≤1µSv/h 

1. 主要技术指标 

1.1 X 光源部分：采用封闭式微焦斑光源，免维护 

1.1.1 最大功率：≥10W 

1.1.2 制冷方式：风冷 

#1.1.3 最大电压：100kV，且 40-100kV 连续可调 

1.1.4 最大电流：200μA，且 0-200μA 连续可调 

#1.1.5 焦斑尺寸（直径）：≤ 5μm  
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1.2  X 射线探测器部分 

1.2.1 探测器类型：高分辨率电荷耦合探测器（CMOS 探测器） 

★1.2.2 探测器物理像素单元数量≥4000*4000 个，最大单张二维重构切片

≥11000*11000 个像素。 

#1.2.3 探测器具有平移功能，可扩大视场范围，兼容更大尺寸的样品测试 

1.3 样品台部分 

#1.3.1 可测最大样品直径：≥75mm 

1.3.2 可测最大样品高度：≥75mm  

1.3.3 承重：≥2kg 

1.3.4 要求为全电脑控制样品台，R-轴：n*360° 

★1.4 配备标准 X 射线过滤片不少于 6 档，以获得针对不同样品所需的不同

的能量。通过软件自动切换，无需手动切换。 

1.5 系统分辨率要求 

★1.5.1 标称分辨率：≤ 450 nm 

#1.5.2 系统密度对比度优于 1%，即两种物质密度差<0.01时，设备可分辨，

投标文件中提供已有同型号机型的用户测试证明或第三方测试报告 

1.6 扫描方式 

#1.6.1 具备环形扫描自动拼接模式 

1.6.2 可以先对样品进行大视场、中等分辨率的搜索式成像，寻找样品中的

感兴趣区域, 然后对样品局部进行长时间的高分辨成像, 过程无需切割样品 

★1.6.3 样品到光源以及探测器到光源的距离皆自动可调 

1.7 计算机工作站 

1.7.1 CPU：Intel XEON processor 

1.7.2 显卡：16GB 显存的高性能 16G NVIDIA® Quadro® 专业独立显卡 

1.7.3 内存：不低于 128GB DDR4 内存 

1.7.4 硬盘：不低于 2*4 TB NVMe SSD 固态硬盘 

1.7.5 系统盘：512GB SATA SSD 固态硬盘 

1.7.5 光驱：可刻录式 DVD 光驱 

1.7.6 LED 液晶显示器 1 个，不低于 24”  

1.7.7 配备键盘，鼠标，音箱  

1.8 软件：成像和定量分析软件，二维/三维图像分析和可视化软件 

1.8.1 提供数据采集软件, 高速工作站, 高速图形加速卡 

#1.8.2 具备探测器自动校正功能，滤光片自动切换功能，拼接扫描的参数设

置 

#1.8.3 提供基于高速 GPU 的三维断层扫描图像加速重构软件，同时支持拼

接扫描的快速重建 

1.8.4 提供 3D 视图软件，三维面渲染和体渲染，可自动生成演示动画 

1.8.5 CT 重构时间：用 2000 个 2K*2K 的投影重建 972 张 CT 图像的时间

在 4 分钟内 

#1.8.6 可对 CT 图像进行 2D/3D 密度学与形态学的定量分析，可获得包括

不同吸收衬度组份含量，孔隙率，连通度，结构壁厚，粒径（孔径）分布，分形
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维数，纤维倾向分析等定量分析数据。 

★1.9 可选配置原位测试样品台 

1.9.1 低温样品台：温度可达-15˚C，控温精度<1˚C 

1.9.2 高温样品台：温度可达+80˚C，控温精度<1˚C 

1.9.3 力学测试样品台：支持拉伸与压缩，拉伸最大荷载≥440N，压缩最大

荷载≥4400N，位移传感器精度为±0.01mm，荷载测量精度不低于测量量程的

±1%，行程≥10mm，样品尺寸≥20*20mm 

（三）服务要求 

1. 供应商应按合同规定交货期限交货。货到用户现场后，双方共同开箱验

货，清点货物，供应商应保证货物完整无损。 

2. 货交用户后，由用户通知供应商安装时间，供应商应在接到通知后为用

户进行安装。用户需按照供应商提供的安装要求准备好系统安装条件。 

3. 供应商提供的标准安装的服务内容包括：（1）仪器的安装，（2）操作软

件的培训。 

4. 安装调试完毕后，由双方共同验收。在确认仪器运转正常后，由双方签发

验收报告。设备免费保修期（即质保期）至少一年。 

5. 在仪器安装现场,，供应商应用工程师将提供现场培训，培训内容包括: 仪

器原理、使用、维修、保养等，确保客户能够正确使用该仪器，并能自行建立方

法,进行常规维修保养。 

6. 用户所购买仪器自安装日起，供应商无偿为用户提供免费的技术支持服

务。供应商的技术支持人员将在时间允许的情况下，通过电子邮件、电话等的方

式对用户的支持请求进行回复。 

7. 用户在仪器使用过程中遇到问题，厂家技术应用工程师将在第一时间内

通过电话帮助客户解决问题。如果通过电话仍然无法排除故障，厂家在 4 个小时

内做出响应，并确保技术应用工程师或维修工程师在 48 小时内到达现场。 

8. 根据用户需求进行现场安装及培训，帮助用户提高日常基本维护技能和

系统的操作、管理满足工作的需要。提供至少 2 名设备制造商国内培训基地的培

训名额（培训费用由供货商支付，住宿和差旅费用户自理），能够帮助用户建立

所需实验方法，与用户共同探讨使用过程中遇到的技术问题，回答用户在仪器日

常维护中所可能发生的各种疑难咨询。 

 


